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미세 홀 레이저 가공 시 AOM을 적용한 홀 품질 개선

Improving Micro-hole Laser Drilling Performance Using an AOM
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PCBs (Printed circuit boards) have been widely used in electronic products such as wearables, smartphones, and table

computers. Recent trends of miniaturizing electric components require improvement of component density and electronic

functionality by decreasing the size of micro via holes (50-110 µm), which interconnect electric signals between adjacent

layers in high density interconnection (HDI) PCBs. To generate micro via holes, we studied CO2 laser drilling with the help

of pulse shape controlling using acousto-optic modulator (AOM). Pulse shape controlling is one of the key factors to reduce

heat effect during the laser drilling process. To increase laser absorption, the substrate was subjected to black oxidation

prior to CO2 laser drilling. We designed a diffractive optical system using a circular aperture. Micro via holes were obtained

by optimizing the optical distance. The laser drilled via hole was studied both experimentally and theoretically.
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1. 서론 

PCB 기판은 최근 Smart Phone, PDA 등 소형 전자 기기의

발전에 따라 널리 적용되고 있다. 크게 본다면 메인 보드 역할

을 하는 HDI (High Density Interconnection) 기판 외, 컴퓨터

CPU와의 접속을 지원하는 FCB (Flip-chip Ball Grid Array) 및

Smart Phone의 AP 칩과의 전기 접속을 지원하는 FCCSP (Flip-

chip Chip Scale Package) 등으로 분류할 수 있으며, 최근

COVID-19 등의 영향으로 자택 근무 및 화상 회의가 많이 진행

되면서 고성능의 PCB 기판 개발이 많이 요구되고 있다[1-4].

HDI 기판의 경우 인쇄회로 기판에 탑재한 전자 부품간 신호

를 주고받을 수 있도록 고밀도 회로를 형성한 기판으로 전자 기

기의 메인 부품 실장 및 신호 전달을 위한 용도로 제작되고 있

으며, Fig. 1과 같다.

HDI 기판의 경우 여러 층을 압착 및 적층하는 방식으로 제작

되며, 신호 전송을 위해 각 Layer 내부에 미세 비아 홀(Micro

Via Hole)을 만들고 비아 홀 내부에 동도금을 진행하여 Layer

간의 신호 연결을 담당한다. 최신 Smart Phone의 성능 향상으로

고밀도, 고집적화에 대응하기 위해 신호 선의 선폭과 비아 홀의

직경 또한 점점 축소되는 방향으로 개발되고 있다[5-8]. 

CO2 레이저 가공에 대한 열적 영향 분석 등이 많이 진행되었

으나, 실제 Via Hole을 조절하기 위한 광학계 및 Hole을 만드는

구체적인 방법에 대한 제시가 부족하였다. 본 연구에서는 광학

계 설계 및 제작을 통해 HDI 기판에 홀 직경 50-110 m 크기를

구현하는 실제적인 방법과 가공 품질 확보를 위한 품질 최적화

등에 관한 평가 내용을 다루었다.

2. 시편 및 실험 장치

2.1 시편

본 실험에 사용한 HDI 제품의 한 층(Layer)은 Fig. 2와 같은 구

조를 가진다. Epoxy Resin, Silica 및 Glass Fabric으로 복합된 절연

체인 PPG (Prepreg)를 10-15 m 두께의 Cu 층이 상, 하부에서
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감싸고 있으며, 레이저 가공이 용이하도록 상부 Cu층 위 2-3 m

를 흑화(Black Oxidation) 처리하였다. 흑화 처리는 PCB 제조

시 상부 절연층과의 접합 강도 향상을 통하여 밀착력을 확보하

고, 열 및 물리적 충격에도 견딜 수 있도록 하기 위해서 Cu 표

면을 화학적으로 산화 처리하며, 산화 후 표면은 검은색을 띠게

된다. 흑화 층의 경우 CO2 파장의 흡수율이 최대 40%까지 증가

되게 된다[9-11]. 레이저 가공 시 Fig. 2에서 보는 것처럼 하부

Cu 상부까지 제거하며, Via 홀을 형성하며 홀의 크기는 상부

(Top, ①) 및 하부(Bottom, ②)로 구성된다[11].

 

2.2 실험 장치

본 실험 장치는 Fig. 3과 같이 구성되어 있다. CO2 레이저 발

진 후 가공 홀의 직경을 결정하는 어퍼쳐(Aperture, AP), 펄스

길이 및 출력을 조절하는 AOM (Acousto-optic Modulator), 원

하는 가공 영역 내 홀 가공을 위한 Scanner 및 빔을 가공단에

집광 시켜 초점에 맺히게 해주는 F-theta 렌즈로 구성되어 있다.

CO2 레이저에서 발생되는 빔의 펄스 폭은 최대 30 μs 이상으로

가공 시 열적인 영향을 줄 수 있기 때문에 펄스 폭 및 세기의

실시간 조절이 필요하며 관련 기능 적용을 위하여 AOM 광학 장

치를 사용하였다. 레이저에서 발진되는 빔은 AOM을 통하여 회

절 되어 경로가 변경되는 경우에 1차빔(1st Beam)이 되며, 회절

되지 못하는 빔은 투과하여 진행하는 0차빔(0th Beam)이 되고

Dump를 설치하여 0차 빔을 방열시키는 구조를 사용한다. 가공

단으로 내려온 빔은 Galvano 모터 2개로 구성된 Scanner및 FΘ

Lens를 통과하여 PCB 기판 표면에 홀 가공을 하게 된다.

CO2 레이저는 Slab 구조로서 내부에 Gas를 충진 한 후 RF

전극을 통해 Gas들간의 충돌로 인하여 레이저 Beam을 발생시키

는 Gas 레이저이다. 이때 사용한 레이저는 기존(OLD) Slab 구조

대비 광로 길이 확대, Gas 조성 비율 변경 및 고전압 RF 설계

등을 통하여 전체적으로 출력을 낮추면서 짧은 펄스 폭 구현 및

출력 안정성 부분을 개선하였다. 출력 안정성은 Fig. 4에서 보는

데로, 기존 대비 출력의 변동이 최대 2% 내외로 안정적으로 유

지된다.

비아 홀 가공에서 핵심적인 부분은 가공 시 레이저에 의한

열 영향을 최소화하기 위해 광학 부품인 AOM을 이용하여 기판

가공 시 필요한 레이저 출력 및 펄스 폭을 가변 조절할 수 있는

기술이다. Fig. 5에 보인 데로, 레이저 Trigger 신호에 의해 발생

된 레이저 펄스는 초기 Spike 및 긴 펄스 폭을 가지고 있어 가

공 시 열에 의한 누적으로 인한 품질 저하가 발생할 가능성이 많

다. 펄스 폭의 조절을 위해서 AOM은 레이저 Trigger 신호가 입

력된 후 원하는 펄스 발생 시간 동안 AOM Trigger 신호를 발생

하여 빔을 회절 시켜 1st Order 방향으로 회절 시켜 보내게 된다.

아래 그림에서는 전체 펄스 폭 25 μs 중 약 10 μs 만 펄스를 사

용하여 가공하는 방법을 보여준다. 또한 레이저 및 AOM

Trigger 시 약 5 μs의 지연 시간을 가지고 있다.

제어 구성도는 Fig. 6에 나와 있다. 레이저 및 Scanner와 같이 고

속으로 동작하는 장치는 FPGA (Field-programmable Gate Array)에

Fig. 1 Premium smart phone and main PCB board

Fig. 2 Internal structures of HDI circuit board

Fig. 3 Optical layout of HDI laser drill

Fig. 4 Power stability of new CO2 laser (Coherent, J5-V)
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연동되어 제어되는 방식으로 작동한다. Scanner의 경우에는 내부

에 Galvano Motor에 의해 고속으로 실시간 동작이 필요하여 별도

의 Real Time 제어 보드인 RTC4를 통하여 통신하는 방식을 적용

하였다. Control PC는 각 핵심 부품과 통신하며 가공 시 발생할 수

있는 여러 가지 오류를 모니터링하며 제어하는 역할을 수행한다.

3. 레이저 Drilling 실험 검증

3.1 Drilling 조건 설정

PCB 기판에 Drilling 평가를 위한 광학계 설정 조건들은

Table 1에 나와 있다. 레이저는 생산성 및 Peak Power를 고려하여

주파수 및 Duty 값을 고정하였고, 각 Via 홀 가공을 위한 펄스

Energy는 4.22-10.4 mJ의 값을 사용하였다. 이때 펄스 Energy는

AOM을 이용하여 가공단으로 회절 되는 빔의 에너지만을 나타

내며, 내부 RF 신호의 진폭으로 조절한다. 초점 거리 120 mm 렌

즈를 사용하며 보호 윈도우는 가공 시 이물에 의한 영향을 방지

할 수 있도록 DLC (Diamond-like Coating)이 적용되어있다.

Scanner의 내부에 있는 Galvano Motor는 최대 ±0.35 rad 이동할

수 있게 설정되어 있어 최대 가공 가능한 영역(Working Field)는

f•Scanner Angle(±0.35)로 정의되며 외곽 부 수차 등을 고려하여

실제 가공 시 약 70 × 70 mm의 영역을 사용한다. 이때 적용된

Optical Path의 길이는 최대 2,800 mm이다. Optical Path는 Fig. 3

에서 어퍼쳐부터 Scanner 입구 까지의 거리로 정의한다.

3.2 광학 부품 성능 검증

초점 설정 시 진원도에 가장 큰 영향을 주는 변수는 어퍼쳐의

정렬이다. 어퍼쳐는 원형 홀 형상으로 X 및 Y축 기구 정렬 Jig

에 장착되어 조정되는 구조로 정확하게 중심부가 통과되지 않는

경우 빔의 형상이 타원형으로 변형될 수 있기 때문에 정밀한 정

렬이 중요한 부분으로 본 실험에서는 Beam Profiler를 가지고

실제 어퍼쳐를 통과한 빔의 형상을 측정하면서 광학 정렬을 진

행하였고 관련 결과가 Fig. 7에 나와 있다. Beam Profiler를 통과

하는 빔의 진원도를 측정하여 평균 95% 이상 확보되는 경우 가

공 후 Hole의 진원도가 90% 이상 만족됨을 확인하였다. 측정 시

Beam Profile의 센서 Size 한계로 인하여 Beam Reducer를 장착

하여 입력 빔의 크기를 3배로 축소하여 측정하는 방식을 적용하

였다. 진원도는 단축/장축 ×100(%)로 계산하였다.

조건 설정을 위해서 먼저 개별 어퍼쳐 별로 초점의 위치를 찾

아야한다. 회절 광학계에 적용되는 수식은 식(1)부터 식(3)과 같다

. 어퍼쳐의 지름(D), 1st Order 회절 빔을 고려할 경우 진행 거리

(d)에서 얻어지는 회절 세기는 식(1)에 의해서 표현된다. I0는 Peak

세기, J1은 1차 Bessel 함수를 표시하며 ρ는 세기의 Radial 방향을

가리킨다[12]. 어퍼쳐를 통과한 후 빔의 회절 각도 및 렌즈에 입

사되는 빔의 입력 반경(S)는 식(2)에 의해서 주어진다. 위 내용을

종합하여 렌즈 초점에서 Gaussian Beam인 경우 식(3)에 의해서

상에 맺혀지는 Spot Size을 예상할 수 있다. 이때 λ(9.4 m)는 레

이저 파장, M2는 빔의 Quality Factor(1.2), f는 렌즈의 초점 거리

Fig. 5 Pulse shape control by using on time and delay of AOM

Fig. 6 Schematics of the control diagram with FPGA

Table 1 Control parameters of the optical layout

Item Specification

Laser
Frequency [kHz] 4.5

Duty [%] 8

Pulse energy [mJ] 4.22-10.4

F-theta lens [mm] 120 (Tele-centric)

Scanner angle [rad] 0.35

Working field [mm2] 70 × 70

Optical path [mm] 2,800
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(120 mm) 및 빔의 입력 반경(S)를 나타낸다.

가공 시 초점을 확인하는 일반적인 방법으로 아크릴(PET) 재

질을 이용하여 Z축 방향을 이동하면서 1 Shot (10 W, 10 μs) 조

건으로 가공을 진행한다. Fig. 8에 보는 것처럼 PET 재질에 간

격 50 m 기준으로 Shot 가공 후 내부 Vision으로 형상 및 크기

를 확인하여 진원도가 90% 이상이며 Hole 크기가 작고 좌, 우

로 대칭으로 커지게 되는 조건을 확인하여 해당 부분을 초점으

로 선정한다. 위와 같은 방법을 적용하여 모든 어퍼쳐 Size에 대

하여 개별 초점을 확보한다.

(1)

, (2)

(3)

Hole 진원도에 영향을 주는 두 번째 변수는 F-theta Lens의 성능

이다. Lens는 넓은 가공 영역을 가공하기 위해서 여러 장의 ZnSe

및 Ge 재질로 구성되어 있으며 가공 시 빔의 꺾이는 각도에 따른

수차의 영향으로 진원도 및 가공 정밀도가 저하되는 부분들이 있

기 때문에 사전 평가 검증이 필요하다. 렌즈 설계 Data를 기준으로

Zemax 설계 Software를 통하여 초점에서 각 위치별 형상에 대한

평가를 진행하였고 관련 결과가 Fig. 9에 나와 있다. Acrylic Plate

에 초점 설정과 동일한 가공 조건으로 AP (5.43 mm)에서 가공 후

가공 형상을 확인하였을 때 Simulation 결과와 유사하게 진원도

90% 이상 및 빔의 회전 방향 등이 일치함을 확인하였다. 

3.3 어퍼쳐 Size 별 최적 조건 설정 및 검증 결과

각 핵심 부품에 대한 기본 성능 평가를 완료하고 각 어퍼쳐

별 실 기판 가공 평가를 진행하였다. 이때 각 어퍼쳐 Size 별로

최적의 Power 조건을 설정하는 것이 중요하다. 어퍼쳐 4.6 mm

기준으로 1 Shot 가공 시 AOM의 주기 변화를 통하여 펄스 길

이를 25 μs로 고정한 후 AOM 진폭 변화를 통하여 출력을 제어

하는 방식으로 출력 변화에 따른 홀 형상이 Fig. 10에 나와 있

다[13]. 이때 가공 홀의 주변부 열 영향(Heat Effect)을 줄이기

위해 Fig. 5에 보인 데로 펄스의 시작 및 끝점의 열 영향 부위를

제거하였다. 열 영향은 펄스 주기 및 출력에 의존하는 부분으로

두 변수의 DOE 평가를 통하여 최적 조합을 결정한다. 그림에서

미세 Resin들이 남아 있고 2nd Shot을 이용하여 홀 내벽의 Resin

잔사를 제거하게 된다. 또한, AOM 적용 전에는 홀 주변부 열

영향으로 용융된 표면이 보이며, AOM 적용한 경우에는 표면

용융이 최소화됨을 알 수 있다.

동일한 방법으로 어퍼쳐 Size 별로 가공 조건을 설정하여

I x y  I
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Fig. 7 Experimental setup of the beam profile measurement

Fig. 8 Drilled hole shape on the acrylic plate with 1 shot with pulse

duration of 10 µs

Fig. 9 Simulation and experimental confirmation of the F-theta lens

Fig. 10 Hole shape variation by controlling the laser power of 1st

shot
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최적화한 결과가 Table 2에 나와 있다. 1st Shot 조건으로 홀 가공

을 진행하고 2nd Shot으로 홀 하부에 남아있는 Resin을 제거한다

[13]. 이때 레이저 출력은 동일하며 AOM의 RF on Time 조절을

통하여 펄스 발진 시간만 Shot 별 제어하여 사용한다. 1st Shot

으로 전체 영역을 가공한 후 다시 2nd Shot으로 원위치로 돌아

와 가공하는 Cycle 공법으로, 추가적인 위치에 따른 열의 누적

에 의한 영향을 방지하기 위한 방법이다. 

Table 2의 결과 중 Via Hole 80 m 조건에 대하여 현미경을

통하여 Top 및 Bottom 형상을 관측하여 분석한 자료가 그림 11에

나와 있다. 이때 형상은 Fig. 9처럼 전체 영역 (70 × 70 mm) 중

총 5개 지점을 선정하여 측정하였고, 관련 결과가 Fig. 11에 나

와 있다. 홀 가공 후 주변에 열에 의한 영향으로 용융 및 기화

후 남은 부분들이 쌓이게 된다. 이 부분 또한 후공정 진행 시 식

각 공정을 통해 제거할 수 있지만 많이 쌓이게 되면 후공정에서

제거되지 않기 때문에 최대한 열 영향 제거가 필요하며, 제거를

위해서 AOM을 이용하여 레이저 펄스 간을 조절하여 최적화한다.

어퍼쳐 Size 별 초점 설정 및 가공 조건 평가를 진행한 후

상부(Top), 하부(Bottom) 홀 크기 및 진원도에 대하여 현미경

측정을 진행하였고, 관련 결과를 Fig. 12에 종합하였다. Hole

Size 65 m 이상에서 70% 이상 만족하는 것을 확인하였다. 

후공정인 동 도금 공정에서 안정적인 도금을 위하여 레이저

가공 후 Taper는 70% 이상 확보가 필요하며, 관련 결과가 Fig.

13에 나와 있다. AP 2.8 mm인 경우에는 Taper 50%로 가공 시

Energy가 부족하여 향후 고출력 레이저 등을 적용하여 추가 평

가 검증이 필요하다. 그림에서 Taper는 (홀 하부/홀 상부) ×

100(%)로 정의한다. 

4. 결론 

HDI 흑화 기판에 CO2 레이저를 이용하여 Hole 가공 평가를 진

행하였다. Hole의 크기는 실험을 통하여 어퍼쳐 Size, 광학계 거리

및 가공 출력 등에 따라서 변화함을 확인하였다. 또한 가공 시 홀

주변 용융에 의한 열 현상을 줄이기 위해서 AOM 광학 부품을 사

용하였고, 이를 통하여 레이저 자체의 주파수는 유지하면서 펄스

의 길이만 조절하는 방법을 적용하여 평가하였다. 실제로 펄스의

파형을 포토 다이오드와 오실로스코프를 이용하여 확인하였다.

어퍼쳐 크기를 변경하면서 가공 출력, AOM 펄스 길이 조절 및

1st/2nd Shot 가공 방법을 통해서 최종적으로 Hole Size 사양 50-

110 m을 HDI 흑화 기판 기준으로 확보할 수 있음을 검증하였다.

Table 2 Optimal experimental results for via hole drilling

Hole 

[mm]

Aperture

 [mm]

AOM (1st/2nd)

[ µs]

Power (1st)

[W]

50 2.8 25/18 19.18

65 3.4 25/18 26.53

78 4.37 25/18 33.45

80 4.6 25/18 37.28

88 5.43 25/18 43.39

110 6.22 25/18 47.34

Fig. 11 Microscopic view of the top and bottom image for 80 m

via holes

Fig. 12 Hole size of the top and bottom for each aperture size

Fig. 13 Hole taper ratio for each aperture size
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